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(57)【要約】
【課題】絶縁膜を被覆した電線を巻いて形成したヘリカ
ルコイルの表面に、強磁性体薄膜層を形成させ、さらに
、コイルの外周とコイルに包囲された空間とに強磁性体
材料を付着、充填させたミニチョークコイル、およびそ
の製造方法を提供する。
【解決手段】ミニチョークコイルは、連続して巻かれた
ヘリカルコイル本体と、コイル本体の各端部から外に向
かって伸張した一対の電極部と、を含み、コイル本体は
、絶縁膜を被覆した線材の表面に、さらに絶縁膜と緊密
に結合した強磁性体材料８を被覆して基層とし、コイル
本体の外部とコイル本体に包囲された空間とにさらに強
磁性体材料が充填されている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続して巻かれたヘリカルコイル本体と、前記コイル本体の各端部から外に向かって伸
張した一対の電極部と、を含み、前記コイル本体は、絶縁膜を被覆した線材の表面に、さ
らに前記絶縁膜と緊密に結合した強磁性体材料を被覆して基層としたことを特徴とするミ
ニチョークコイル。
【請求項２】
　前記コイル本体の外部と、前記コイル本体に包囲された空間は、強磁性体材料によって
充填され、前記コイル本体全体が前記強磁性体材料によって覆われた請求項１に記載のミ
ニチョークコイル。
【請求項３】
　前記コイル本体の線材を被覆した前記絶縁膜を被覆する前記強磁性体材料は、強磁性体
薄膜層を形成し、その厚さは少なくとも１×１０－１０ｍより大きい請求項１または請求
項２に記載のミニチョークコイル。
【請求項４】
　前記強磁性体材料は、鉄、コバルト、またはニッケルのいずれかである請求項１～３の
いずれか１項に記載のミニチョークコイル。
【請求項５】
　ミニチョークコイルの製造方法であって、
　エナメル線、あるいは絶縁膜を被覆した金属線をコイル本体の材料として選択するステ
ップと、
　前記エナメル線、あるいは前記絶縁膜を被覆した前記金属線を、螺旋状に巻いてヘリカ
ルコイルを形成するステップと、
　薄膜形成工法によって前記コイルの外表面に強磁性体薄膜層を形成するステップと、
　鍍金工法によって強磁性体材料を前記強磁性体薄膜層が形成された前記コイル本体上と
前記コイル本体に包囲された空間とに充填し、前記コイル本体を強磁性体材料によって覆
うステップと、を含むミニチョークコイルの製造方法。
【請求項６】
　前記コイル本体を強磁性体材料によって覆うステップは、結晶成長法によって実施する
請求項５に記載のミニチョークコイルの製造方法。
【請求項７】
　前記コイル本体を強磁性体材料によって覆うステップは、化学気相成長法によって実施
する請求項５に記載のミニチョークコイルの製造方法。
【請求項８】
　前記コイル本体を強磁性体材料によって覆うステップは、化学鍍金、浸漬鍍金、ワイヤ
ー溶射、真空蒸着、カソードスパッタリング、イオン鍍金、吹き付け鍍金、どぶづけ鍍金
、あるいはゾル・ゲル工法を少なくとも含む電気鍍金方法や非電気鍍金方式によって実施
する請求項５に記載のミニチョークコイルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁膜を被覆した電線を螺旋状に巻いて形成したヘリカルコイルの表面に薄
膜形成工法などによって強磁性体薄膜層を形成させた後、結晶成長工法などによってコイ
ルの外周と、コイルに包囲された空間とに強磁性体材料を付着、または充填して仕上げた
電子製品に適用するミニチョークコイルと、その製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、チョークコイルは１本の磁気性の円柱の上に電線を巻くことによって、電磁コ
イルを形成させたものが多い。芯部に使用した鉄心(円柱)の体積が大きいため、軽く、薄
く、短く、さらに小さいことが必要とされる現在の電子製品の部品には不向きとなってい
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る。この問題を解決するため、現在の電子製品の部品として適用できる、チョークコイル
の開発が要請されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載されているチョークコイルの製造方法は、長尺の直立扁平な金属線材
の両端を折り曲げて伸張させることによって、一定の長さを有する金属線材の延長部を形
成している。金属線材の一端を起点とし、起点の水平方向に対して他端を多重に巻くこと
によって、直立した水平状のへリカルコイルを形成している。
【０００４】
　ヘリカルコイルは、両端の延長部をそれぞれ外部に向けて折り曲げることによって水平
状態に保たれている。延長部の内端部分は、内から外に向けて水平に折り曲げて延長され
ている。延長部の外端部は、直接水平に折り曲げて外部に配置される。
【０００５】
　へリカルコイルを鋳型の中に安置し、両端の延長部を鋳型の外部に露出させた状態にお
いて、鋳型内に磁気性の粉末材料を充填している。この際、磁気性の粉末材料は、へリカ
ルコイルとの間に隙間が形成されないように充填される。
【０００６】
　モールド成形によって、コイルを覆う被覆体が形成される。モールド成形の後、被覆体
の外部表面に一対の収容槽を形成する。被覆体から外部へ露出した延長部を被覆体の表面
に沿って折り曲げ、各延長部の端部をそれぞれ収容槽内に押し込む作業が行われる。
【０００７】
　上記の方法によって製造されるチョークコイルは、へリカルコイルを鋳型に入れ、鋳型
内に磁気性の粉末材料を充填した後、高圧成形することによって製造している。磁気性の
粉末材料を充填した後、高圧成形することによって製造されたチョークコイルは、製品と
して十分な機能を発揮しない場合があり得る。
【０００８】
　図１に示すように、高圧成形工法によってコイル本体１の外部に形成された強磁性体材
料２は、コイル本体１との間に隙間を形成する。そのため、コイル本体１と強磁性体材料
２は、完全に密着された状態とはならない。その結果、ヘリカルコイル全体としてのサイ
ズの小型化が困難となる。さらに、成形工程において、コイル本体が損傷し易くなってお
り、チョークコイルの損傷が生じ得る。チョークコイルの構造が不均等になるばかりでは
なく、コイルのインダクタンスも不正確になり得る。
【０００９】
　この従来のチョークコイルは、強磁性体材料を鋳型の中に充填した状態で機械方式によ
って高圧成形されているため、コイル本体を被覆する強磁性体材料の使用量が増加する。
そのため、チョークコイルの小型化が困難となるとともに不要な強磁性体材料の使用量も
増加する。
【特許文献１】台湾特許第１２７９８１８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、へリカルコイルの表面に薄膜形成工法によって強磁性体薄膜層をコイルの表
面に形成させ、さらに、結晶成長法、あるいはその他の電気化学工法によってコイルの外
周とコイルに包囲された空間とに強磁性体材料を付着、充填させることによって、材料の
浪費を防ぐことができ、成品の品質を向上した、小型化されたチョークコイル、およびそ
の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明では、連続して巻かれたヘリカルコイル本体と、
コイル本体の両端部から外に向かって伸張した一対の電極と、を含み、コイル本体は、絶
縁膜を被覆した線材の表面に、さらに絶縁膜と緊密に結合した強磁性体材料を被覆して基
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層としたミ二チョークコイルと、その製造方法を提供する。
【００１２】
　そして、コイル本体の外部と、コイル本体に包囲された空間は、強磁性体材料によって
充填され、コイル本体全体を強磁性体材料によって覆った。
【００１３】
　強磁性体薄膜層の厚さは少なくとも１×１０－１０ｍより大きくする。
【００１４】
　また、強磁性体材料には、鉄、コバルト、またはニッケルのいずれかを使用する。
【００１５】
　また、コイル本体とそれに包囲された空間を強磁性体材料によって覆うステップは、結
晶成長法（ｃｒｙｓｔａｌ　ｇｒｏｗｔｈ）、化学気相成長法（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａ
ｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：ＣＶＤ）、化学鍍金、浸漬鍍金（ｈｏｔ　ｄｉｐｐｉｎ
ｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）、ワイヤー溶射（ｍｅｔａｌｌｉｚｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）、真
空蒸着（ｖａｃｕｕｍ　ｃｏａｔｉｎｇ）、カソードスパッタリング（ｃａｔｈｏｄｅ　
ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）、イオン鍍金（ｉｏｎ　ｐｌａｔｉｎｇ）、吹き付け鍍金（ｉｍ
ｐｉｎｇｉｎｇ　ｐｌａｔｉｎｇ）、どぶづけ鍍金（ｈｏｔ　ｄｉｐ　ｇａｌｖａｎｉｚ
ｉｎｇ）、あるいはゾル・ゲル工法（ｓｏｌ－ｇｅｌ　ｍｅｔｈｏｄ）を少なくとも含む
電気鍍金方式や非電気鍍金方式を利用した。
【発明の効果】
【００１６】
　上記の製造方法によって製作されたミニチョークコイルは、強磁性体材料の密度を高め
ることよって体積を小さくすることができ、さらに強磁性体材料の使用量を削減すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明に係るミニチョークコイルの詳細な構成、特徴、応用及びその製造方法を明細書
に添付した図面を参照しつつ、以下説明する。
【００１８】
　図２～図６を参照して、本発明のミニチョークコイルは、連続して巻かれたヘリカルコ
イル４本体と、ヘリカルコイル４本体の各端部から外に向かって伸張した一対の電極部と
、を含み、ヘリカルコイル４本体は、絶縁膜３０を被覆した金属導線（線材に相当する）
、または、エナメル線３の表面に、さらに絶縁膜３０と緊密に結合した強磁性体材料８を
被覆して基層としている。
【００１９】
　ヘリカルコイル４本体の外部と、ヘリカルコイル４本体に包囲された空間７は、強磁性
体材料８によって充填され、ヘリカルコイル４本体全体が強磁性体材料８によって覆われ
ている。
【００２０】
　ヘリカルコイル４本体の金属導線を被覆した絶縁膜３０を被覆する強磁性体材料は、強
磁性体薄膜層５を形成し、その厚さは少なくとも１×１０－１０ｍより大きく形成されて
いる。
【００２１】
　強磁性体材料８には、鉄、コバルト、またはニッケルなどが用いられている。
【００２２】
　次に、本発明のミニチョークコイルの製造方法について説明する。本発明のミニチョー
クコイルは、以下のステップを含んでいる。
【００２３】
　１.エナメル線３、あるいは金属導線の外表面を高分子物質などの絶縁材料３０（絶縁
膜に相当する）によって被覆し、絶縁膜３０を形成させ、ヘリカルコイル４本体の材料と
する(図２参照)。
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【００２４】
　２.エナメル線３、あるいは絶縁材料３０を被覆した金属導線を螺旋状に巻いてヘリカ
ルコイル４を形成し、水平状態に安置する。金属導線を緊密に巻き、円筒形の形状にヘリ
カルコイル４を形成することが望ましい(図３参照)。
【００２５】
　３.スパッタリングなどの薄膜形成工法によって、強磁性体材料(鉄、コバルト、ニッケ
ルなど)の微細粉末をヘリカルコイル４の線材表面に１×１０－１０ｍの厚さで付着させ
る(図４参照)。そして、強磁性体薄膜層５を形成し、ヘリカルコイル４の本体の表面にお
いて絶縁膜３０と緊密に密着させる。
【００２６】
　４.その後、そのヘリカルコイル４を型枠６内に入れる(図５参照)。この型枠６のサイ
ズは、強磁性体材料に覆われたヘリカルコイル４本体を収容できる程度の大きさであれば
よい。
【００２７】
　５.電気鍍金(ｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇ)、結晶成長法、あるいは化学気相成長法
によって強磁性体材料８を型枠６内の空間７に充填する。さらに、適量に強磁性体材料８
をヘリカルコイル４の強磁性体薄膜層５の表面に付着させ、型枠６内においてヘリカルコ
イル４の外部と、その包囲した空間に強磁性体材料８を充填する(図６参照)。
【００２８】
　６.最後に、型枠６を取り除いて、完成したミニチョークコイルが得られる。
【００２９】
　上述の製造ステップにおいて、電気鍍金法、結晶成長法、または化学気相成長法などに
よって強磁性体材料をコイル本体に充分に密着させることができる。さらに、小型化した
コイル本体、およびコイル本体に包囲された空間にも強磁性体材料を充填させることがで
きる。
【００３０】
　このように本発明のミニチョークコイルは、堅固に構成され、モールド加工の際、加圧
によって生じ得るコイル本体の損傷や構造の不均一性を防止することができる。
【００３１】
　上述の強磁性体材料の充填には、電気鍍金法、結晶成長法、あるいは化学気相成長法の
他、化学鍍金、浸漬鍍金、ワイヤー溶射、真空蒸着、カソードスパッタリング、イオン鍍
金、吹き付け鍍金、どぶづけ鍍金、あるいはゾル・ゲル工法など電気または非電気鍍金方
式の工法を利用することができる。
【００３２】
　以上、詳細な説明は、本発明の実施形態についての具体的な説明である。但し、これら
の実施形態は、本発明の特許請求の範囲を制限するものではなく、本発明の技術精神を逸
脱せずになされた同等の効果の実施又は変更は、全て本発明の特許請求の範囲内に含まれ
るものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】従来の方法によって製造されたチョークコイルの断面図である。
【図２】本発明に使用されたエナメル線の概観図である。
【図３】本発明に係る螺旋状に巻かれたヘリカルコイルの概観図である。
【図４】本発明に係るミニチョークコイルの線材に薄膜形成工法によって強磁性体材料を
付着させた概観図と、その局部拡大図である。
【図５】本発明に係るミニチョークコイルを型枠内に安置した概観図である。
【図６】完成された本発明に係るミニチョークコイルの概観図である。
【符号の説明】
【００３４】
１　コイル本体、
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２、８　強磁性体材料、
３　エナメル線、
４　ヘリカルコイル、
５　強磁性体薄膜層、
６　型枠、
７　空間、
３０　絶縁材料（絶縁膜）。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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